Solution for researching

Prensa Térmica De Laboratério De Grande Area Automatica 15
Toneladas Placas Aquecidas 500X500Mm Registo De Dados

Certificada Ce

Numero do item: XP82

introducao

Prensa de laminacdo térmica de laboratério de
grande area automéatica com placas aquecidas
de 500x500mm, forca de 15 toneladas, controlo
PID programavel, registo de dados e exportacao
USB, certificada CE. Desenhada para
compésitos, PCBs, eletrénica flexivel. Garanta a
reprodutibilidade nos seus processos de

laminacao. ldeal para investigacao e producao

piloto.

Saiba mais

rlEee Principal Beneficio

Laminagéo de PCB

Montagem de Eletrénica Flexivel

Fabricagdo de Compésitos
Multicamadas

Laminagcdo de Componentes de
Bateria

Prensagem e Ligagdo de Filmes de
Polimero

Investigagdo e Desenvolvimento de
Novos Materiais

Controlo de Qualidade e Produgao
Piloto

Laminacéo de Eletrénica Impressa

Ligacéo de multiplas camadas de circuitos impressos sob calor e
pressao controlados.

Laminacdo de camadas condutoras e dielétricas para ecras
flexiveis, sensores e dispositivos vestiveis.

Producdo de compésitos reforcados com fibras com matrizes
termoplasticas ou termoendureciveis.

Prensagem de elétrodos de bateria, separadores e camadas de
eletrdlitos de estado sdlido.

Ligag&o térmica de folhas ou filmes de polimero para
embalagem e aplicagdes de barreira.

Desenvolvimento de processos para compdsitos novos,
nanomateriais e dispositivos de filme fino.

Simulagdo de processos de produgdo em escala real numa
escala laboratorial.

Encapsulamento e ligagdo de circuitos eletrénicos impressos em
varios substratos.

Alcanca uma laminagéo sem defeitos com alinhamento preciso,
essencial para eletrdnica de alta fiabilidade.

A capacidade de baixa pressdo previne danos a substratos delicados
enquanto garante uma ligagdo uniforme.

Os perfis programaveis otimizam o fluxo de resina e o ciclo de cura,
melhorando as propriedades mecanicas.

A pressdo e temperatura controladas melhoram o contacto interfacial e
a condutividade idnica.

O aquecimento uniforme previne a deformacgao e garante a integridade
consistente do selo.

O registo de dados e a programabilidade permitem a otimizagao
sistematica do processo e a reprodutibilidade.

O controlo preciso de pressdo e temperatura imita as condigées de
producéo, reduzindo os riscos de escala.

A pressao suave e a temperatura precisa protegem as estruturas de
tinta enquanto alcangam uma laminagao fidvel.

Especificagao _

Modelo XP82

Tamanho da Placa
Pressdo Maxima

Presséo Especifica Maxima
Intervalo de Temperatura

Poténcia de Aquecimento

500500 mm (19,7x19,7 polegadas)
15 Toneladas (150 KN)

Aprox. 0,6 MPa (6 kg/cm? / 87 psi)

0 - 200 °C

12 kW (2x6.000 W)

Adequado para folhas de grande area, painéis e laminados multicamadas

Fonte hidrdulica, ajustavel 0,5 - 15T em controlo de circuito fechado

Calculado sobre a area total da placa; verifique a adequacgéo para o seu material
Otimizado para termoendureciveis e termoplasticos de temperatura média-baixa

Aquecimento de dupla zona para distribuicdo de temperatura répida e uniforme
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Especificacao _

Controlo de Temperatura

Abertura (Abertura Maxima da
Placa)

Controlo de Pressao

Controlador

Gestao de Dados

Requisito de Energia

Método de Resfriamento

Dimensdes da Maquina

Funcionalidades de Seguranga

Refrigerador de Agua Opcional

Dimensdes do Refrigerador

Controlo do Refrigerador

PID programével independente de dupla placa

60 mm

Controlo de pressao/permanéncia programavel de 8
segmentos

Ecra tétil colorido de 7 polegadas, interface em inglés

Registo de dados incorporado

AC Trifasico 400V / 50Hz

Canais de resfriamento por dgua integrados

1250%x750%1300 mm (LxPxA)

Porta com intertravamento de segurancga; paragem
automatica ao abrir

Preco SGD 2.500 (EXW)

470x670%x890 mm (LxPxA)

Operagao automatica durante a fase de resfriamento

NI NTENK
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Anti-sobressinal, taxa de aquecimento ajustavel; garante gestéo térmica de
precisdo

Desenhado para folhas finas, filmes, moldagem de PCB e laminados planos

Manutengdo automatica de pressao em circuito fechado e libertagdo suave de
pressao

Exibicdo de curvas de temperatura e pressdo em tempo real; armazena multiplas
receitas

Regista dados do processo; exportagdo USB para CSV para facil arquivo e analise
Corrente de operagdo tipica ~20A por fase; ligagdo de energia industrial

Requer circuito de refrigerador externo; refrigerador opcional disponivel para
resfriamento automatico

Design de chéo; estrutura soldada robusta com pés de nivelamento
Certificado CE; conforme com os padrdes de seguranca de laboratério da UE

Design compacto e mével com rodizios; controlado automaticamente via PLC da
prensa

Pegada compacta; facil de posicionar ao lado da prensa

Controlo de valvula solenoide integrada; automacéao de ciclo completo com um
toque
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